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1. 前言 

本文档描述原极 LCC 类模块进行 SMT 贴片的流程及焊接过程 

2. 贴片设备要求 

2.1 贴片机 

根据国家标准 GB/T15283-1994《表面贴装元器件》的规定，贴片机应满足以下基本

要求： 

• 能自动完成高密度表面贴装元器件（包括贴装和焊接）的装配工作。 

• 机器的贴装和焊接精度达到标准规定。 

• 可靠性高，稳定性好。 

2.2 焊接要求 

1. 模块焊接回流，建议使用八温区及以上的回流焊接设备； 

2. 由于模块为高精度传感器类产品，对任何形变都比较敏感： 

• 若 PCB 板厚度小于 1.0 mm，则建议制作回流工装载具，以防止 PCB 板在高

温下变形，影响焊接的共面性。  

• 建议客户 PCB 主板选用高 TG 值板材，避免主板因在高温回流时产生形变，从

而产生翘曲、挤压、空焊和连锡不良。 

3. 因模块内有敏感器件，客户使用回流焊机器最高温度不可超过 260℃（指在封装

体表面测量的封装顶部温度）。 

4. 建议使用无铅免洗焊锡膏，推荐锡膏品牌型号：Alpha OM-338 SAC305 

Sn96.5Ag3.0Cu0.5  

5. 因模块内有敏感器件，应避免二次回流造成模块性能降低； 

6. 使用电烙铁进行焊接时，温度应控制在 260℃～290℃，单次焊接时间不可超过 
3s，并做好防静电处理； 
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3. 生产注意事项 

3.1 存储 

1. 原极 LCC 类模块为湿敏产品，参考 IPC-JEDEC 标准，原极的 LCC 模块 MSL 
（Moisture Sensitivity Level，湿敏等级） 定义为 3。模块采用真空密封包装，在使

用模块之前需确认包装是否完好；打开包装后，需确认包装内湿度指示卡状态。 

 

图 1：湿度指示卡 

2. 建议存储条件：温度为 23 ℃ ± 5 ℃，相对湿度为 35%～60%。 

3. 存储期限（密封真空包装条件下）：在推荐存储条件下，保存期为 12 个月。 

4. 在温度为 23 ℃ ± 5 ℃，相对湿度为 35%～60%的工厂中，拆卸真空密封包装

后，模块必须在 168 小时内进行回流焊或者其他高温操作。建议存放在相对湿度小于 
10%的环境中（如干燥柜）。 

5. 在以下情况下，模块应预先烘烤，以避免 PCB 气泡、开裂和内层分离： 

• 模块未按建议存储条件存储； 

• 拆卸真空密封包装后，模块未在 168 小时内进行回流焊或其他高温操作； 

• 真空密封包装破损，或包装被拆除超 24 小时； 

6. 如有必要，预烘烤应按以下要求就行： 

• 模块应在 120±5℃下烘烤 8 小时； 

• 模块必须在烘烤后 24 小时内焊接至 PCB 上，否则应放置在干燥的环境中，如

干燥柜； 

注： 

• 为避免起泡，层分离和其他焊接问题，禁止将模块长时间暴露在空气中。 

• 将模块从包装中取出，在烘烤前将其放在耐高温的固定装置上，如果需要更短的
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烘烤时间，请参见 IPC/JEDEC J-STD-033 的烘烤程序。 

• 接触模块时请做好防静电措施，例如佩戴防静电手套，防静电手环等。 

3.2 车间寿命及温湿度管控 

湿敏等级为 3 的产品的车间寿命为 168 小时。在车间温度 23°C ±5°C，相对湿度低

于 60%的环境 

下，模块拆封后需要在 168 小时内进行回流生产或其它高温操作，否则，需要将模块

存储在相对湿度小于 

10%的环境中（例如，防潮柜），以保持产品的干燥性。 

3.3 钢网制作要求 

详情见《原极钢网制作技术规范》 

注： 

• 建议在设计 PCB 时，模块贴装位置的背面不要布置元器件，便于背面加热维修

操作。 

• 模块底部区域请不要设置任何油墨丝印，避免存在高度，产生间隙影响焊接效

果。 

• 以上钢网制作建议仅供参考，客户可以根据实际情况进行优化。 

3.4 回流焊 

建议基于实板测试设定炉温曲线，炉温板需在模块底部中心焊盘和引脚位置接上热偶

探温测试点，以 

保证模块引脚达到需要的焊接温度。推荐的炉温曲线图（无铅 SMT 回流焊）如以下

章节所示。 

3.4.1 推荐模块焊接炉温曲线 

该模块设计用于使用峰值温度高达 260℃的无铅回流焊装置焊接安装至 PCB 上，当

焊接模块时，制造温度曲线必须保持在峰值温度以下，并且不得超过此回流曲线的规

定限制（例如，上升、下降、停留时间）。 

https://data.forsense-imu.com/ProductFile/Files/Circuit&Structural%20Design/Technical%20specifications%20for%20the%20production%20of%20primary%20pole%20steel%20mesh/%E5%8E%9F%E6%9E%81%E9%92%A2%E7%BD%91%E5%88%B6%E4%BD%9C%E6%8A%80%E6%9C%AF%E8%A7%84%E8%8C%83.pdf
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图 2 回流焊温度曲线图 

项目 最低界限 最高界限 单位 

最高温度上升斜率（目标=0.8） 

（计算斜率的时间距离=60 秒） 
1 3 度/秒 

最高温度下降斜率 

（计算斜率的时间距离=60 秒） 
-3 -1 度/秒 

预热温度与时间区间 60 120 秒 

回流时间（超过 217℃的期间） 40 70 秒 

最高温度 235 250 摄氏度 

最大回流次数  1 次 

 

3.4.2 注意事项 

1. 因模块内有敏感器件，客户使用回流焊机器最高温度不可超过 260℃（指在封装

体表面测量的封装顶部温度）。 

2. 由于模块为高精度传感器类产品，对任何形变都比较敏感： 
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• 若 PCB 板厚度小于 1.0 mm，则建议制作回流工装载具，以防止 PCB 板在高

温下变形，影响焊接的共面性。  

• 建议客户 PCB 主板选用高 TG 值板材，避免主板因在高温回流时产生形变，从

而产生翘曲、挤压、空焊和连锡不良。 

3. 冷却： 

• 受控的冷却斜率能防止负面的焊接影响（焊点变得更加易脆）和产品内部的机械

应力，控制冷却能帮助达到光亮的焊接表面效果，细结晶颗粒和低接触角，避免快速

降温变化造成屏蔽盖翘曲。 

4. 外观检查： 

• 模块焊接后，使用 X-ray 和光学放大镜检验方法，检验焊接质量，具体请参照 
IPC-A-610F 相关标准执行。 

5. 因模块内有敏感器件，模块不可进行超声波清洗。 

4. 模块返修拆焊与焊接 

4.1 拆焊 

如需将模块从主板上取下，需使用上下加热方式，热风枪（大出风口）对模块进行加

热，操作时请务必采取防静电措施，设备需要接地处理。 

• 热风枪温度设定在 220℃～260℃左右，风速和距离根据实际情况调节； 

• 加热时，主板需平放，固定主板，主板与热风枪的距离保持在 2.0～3.5cm 之
间，依据经验调整； 

• 热风口沿着模块的边缘匀速转动，等锡膏融化后迅速用镊子对角轻取下模块，迅

速放在平整的散热平台冷却。 

4.2 模块重新焊接步骤 

1. 使用电烙铁将主板 PCB 焊盘多余的锡去除，保持焊盘表面平整； 

2. 使用电烙铁将模块引脚焊盘预上锡，使锡量适中、分布均匀； 

3. 焊盘均匀涂抹助焊剂，注意不可用量太多； 

4. 将模块精准对位放置在主板 PCB 上（注意模块的方向性），使用烙铁将引脚焊接



  FSS-IMU614E-XX 硬件设计手册 

 7 / 7 
 

（使用电烙铁进行焊接时，温度应控制在 260℃～290℃，单次焊接时间不可超过 
3s，并做好防静电处理）；待模块引脚所有锡融化，即完成焊接； 

5. 焊接完成后，需尽快冷却模块； 

温度降到常温后，需检查四周的焊接效果，观察是否有连锡短路、少锡等不良现象。 

5. ESD 防护 

 

静电会导致间歇或永久的电路损伤，对电子产品

危害很大，经分析多数为 ESD 损坏； 

因此，模块的静电防护尤为重要，生产和运输过

程需要严格按照静电防护进行作业，须遵循以下

条件： 

• 严禁裸手接触模块，尤其是引脚位置。 

• SMT 贴片机、作业工作台、电烙铁等设备需

接地。 

• 作业人员佩戴具有良好接地线的人体防静电手

环（不可使用无绳静电手环，建议戴防静电手

套）。 

• 包装和 PCB 必须是合格的防静电材料。 
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